senon  IA

Copertina di

OGGl MOUSER

RY ELECTRONICS

NP° 443 realizzata da
MARZO 2014 Franco Tedeschi

Nel corso del 2015 i produttori .

di microprocessori annunceran- TECH FO(U S
no numerosi nuovi componenti

che, oltre a presentare le stesse carat-
teristiche degli scorsi anni - un aumento
del numero di core integrati nei chip,
soprattutto per la grafica, la riduzio-

ne dei consumi, una precisa
segmentazione per determina-
ti ambiti applicativi - saranno
accompagnati da una naturale evoluzio-
ne tecnologica, con lo sviluppo di nuove
generazioni di architetture per i core e
processi produttivi sempre piu raffinati
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DESIGN http: ica-plus.it/design-articles
¢ Strumentazione modulare- Maurizio Di Paolo Emilio
¢ La televisione Ultra HD arriva dal Sol Levante - Lucio Pellizzari
¢ Tecnologia “Sub-Threshold” per consumi infinitesimali - Paolo De Vittor
¢ Integrati per caricabatteria - Francesco Ferrari
* Per loT nuovo kit di sviluppo Intel e nuovo OS Arm - Gianluca Scotti
¢ Un’economica soluzione ibrida per il controllo motori - Paclo De Vittor
¢ Gestione termica: un fattore sempre piu importante - Maurizio Di Paolo Emilio
¢ Soluzioni circuitali per la protezione dei sistemi elettronici- Lucio Pellizzari
¢ Test e misure sulle linee ad alta tensione - Massimo Fiorini

KNOWLEDGE/COURSES http://elettronica-plus.it/knowledge/courses/

¢ Microelettronica in 12 puntate - 2: circuiti raddrizzatori - Maurizio Di Paolo Emilio

¢ Alimentazione: alcuni suggerimenti (parte 43) - | dispositivi discreti possono rappre-
sentare una valida alternativa ai driver Mosfet integrati (parte 2 di 2) - Robert Kollman

¢ Daq (parte 10) - Scelta di un trasduttore - Maurizio Di Paolo Emilio

¢ Prestazioni ottimizzate dello ski cross con sistemi di acquisizione e analisi dati di
misura - Massimo Mortarino

¢ Cina, una nuova politica per i semiconduttori - Antonella Pellegrini
¢ Le tecnologie che trasformeranno il mondo - Antonella Pellegrini

NEWS/ANALYSIS http://elettronica-plus.it/news-analysis/

Mouser sponsorizza I'lnnovation Challenge Design di Texas Instruments

Cinque miliardi di Mems prodotti da Robert Bosch

Cresce il mercato del controllo degli accessi

Partnership tra Cobham Wireless e National Instruments

Positive in Europa le vendite di semiconduttori

Prototipazione virtuale per i SoC Fpga Altera grazie alla collaborazione con Mentor
Graphics

PRODUCTS/FEATURE PRODUCTS http: ica-plus.it/products/featured-products/

¢ Advantech: dispositivi Wise-Node e gateway embedded per un’affidabile acquisizione
dei dati nell’era loT

¢ Linear Technology: nuovo convertitore Ltc2373-18

¢ Sensore di colore per dispositivi mobili ams, pil precisione e nuove funzionalita per

rilevamento sorgenti luminose

PRODUCTS http: ica-plus.it/products/
¢ Murata: nuova linea di risonatori a cristalli ibridi
¢ RS Components: Raspberry Pi 2 Model B
¢ Toshiba: nuovi Mosfet a canale per applicazioni automobilistiche
¢ Vishay: potenziamento per la serie E/H di resistori thin film
¢ Infineon Technologies: Mmic per radar 24 GHz nei sistemi Bsd
¢ Hbm: nuovo driver per semplificare l'integrazione in LabView
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per Pindustria elettronica

Generatori termoelettrici
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distribuita
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Voce su reti Lte

Sensori 3D Hal per applicazioni
industriali
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